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今後の計画ポイント

・売上高の約10%を研究開発に投資する。

・高密度用と汎用電子基板の製造用薬品の開発を続行する。

・日本、中国、台湾、韓国を一つのアジア市場と考えて経営資源を集
中していく。
・ポリイミドベース基板製造用薬品への販売を強力に進める。
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倍率：3,500

ステージ角度：45°

銅の種類：電解銅箔

CB-801  1μm

CB-5002  1μm

CZ-8100 1.5μmBO-7770V 1.5μm

超粗化微粗化

平 滑

銅表面改質≒アンカー効果

CZ-8101 1.0μm

銅表面処理剤による色々な表面形状

両面基板～汎用多層基板 汎用多層基板～高密度電子基板～パッケージ基板
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MPUパッケージのメック取り組みロードマップ

Chemical Process

Copper Surface

CZ-8100 + CL-8300
物理的密着 化学的密着

CZ-8101 + CL-8301

Roughly Roughen Finely Roughen

2003 2004

物理的密着 化学的密着

化学的密着

Flat

etchBOND FlatBOND
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CHシリーズ(NiCr除去剤)

ポリイミド

Ni・Crスパッタ層

めっき銅

エッチングエッチングレジスト形成レジスト形成

ＮＩＣｒシード残渣ＮＩＣｒシード残渣

銅エッチング（塩銅エッチャントなど）銅エッチング（塩銅エッチャントなど）

パターン裾パターン裾
××1500015000 SEMSEM写真写真

CHCH--19201920処理後処理後CHCH--19201920処理前処理前
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特長 黒化処理と同等、それ以上の密着強度
薬品・エネルギーコストの削減
作業環境の大幅な改善が可能
ピンクリングの発生無し

BO-7770V

凹凸形状と有機銅皮膜

耐酸性あり⇒ピンクリングなし

BO-7770V処理形状（×3,500） 黒化処理形状（×3,500）

黒 化 処 理

耐酸性なし⇒ピンクリング発生

針状の酸化銅皮膜

BO-7770V (黒化処理代替)
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ダイレクトレーザー前処理剤としてのBOシリーズ

ビルドアップ樹脂積層

ウインドウエッチング

レーザ穴あけ

メッキ

表面処理・専用シート

コンフォーマル・マスク法 ダイレクト・レーザー法

BVHの製造方法

BO-7770Vを銅表面処理に使用することで黒化

処理に比べ低い加工エネルギーでレーザー穴あ
けが可能となり、コスト面・環境面で有利となる
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鉛フリー用電子基板製造用薬品

鉛フリー用防錆剤
CL-5018

鉛フリー用フラックス剤
W-2704, 2705, 2750




